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Lepiszcze termoplastyczne do mocowania podnoskéow i zakladek
termoplastycznych stosowanych w obuwnictwie
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Przedmiotem wynalazku jest lepiszcze termoplastyczne
przeznaczone do mocowania podnoskéw i zakladek ter-
moplastycznych stosowanych w obuwnictwie. :

Podnoski i zakladki termoplastyczne -sporzadza si¢
przez wykrawanie elementéw z arkuszy uformowanych z
termoplastycznego tworzywa sztucznego lub wykona-
nych przez napawanie wzglednie przez powlekanie tka-
nin lub wiékien dyspersjami polimeréw termoplastycz-
nych. Znane sa réwniez podnoski i zakladki termopla-
styczne, sporzadzane w formie arkuszy przez odciagnig-
cie wody z zawiesiny rozwl6knionych surowcéw natu-
ralnych (jak celuloza, skéra) zawierajacej domieszke
tworzyw “termoplastycznych. Takie podnoski wzglednie
zaktadki pokrywa si¢ na powierzchni warstwa lepiszcza
termoplastycznego wykonanego na podstawie kopolime-
ru propionianu winylu i octanu winylu, lub mieszanin

kopolimeru octanu winylu i etylenu z ré6znymi zywica- -

mi pochodnymi kalafonii i woskami. O zastosowaniu
kopolimeréw butadienu i styrenu o blizej nie okreSlo-
nym skladzie jako domieszki zwiekszajacej lepkosé do
lepiszcza przeznaczonego do etykiet i taSm papierowych
wspomniano w opisie patentowym Stanéw Zjednoczo-
nych Ameryki Pélnocnej nr 2678284. Lepiszcza termo-
plastyczne, ktérych podstawowym skladnikiem sa kopo-
limery butadienu i styrenu nie sa znane.

Trwaloé¢ zachowania ksztaltu obuwia w nosku i w
czgéci pigtowej podczas uzytkowania obuwia jest uza-
lezniona od wytrzymalo$ci polaczenia klejowego ze sko-
ra w tym samym stopniu, co od wytrzymato$ci mecha-
nicznej samego tworzywa termoplastycznego z ktoérego
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wykonano dany element (ewentualnie tworzywa termo-
plastycznego wzmocnionego no$nikiem wi6knistym). Od-
porno$¢ mechaniczna na zdeformowanie, a jednoczesnie
sprezysto$é i pewna elastyczno$é noska i czesci pigtowej
nie wylacznie sa3 wynikiem wlasno$ci samego tworzywa
termoplastycznego z ktérego wykonano podnosek
wzglednie zakladke, lecz powstaja dzigki utworzeniu la-
minatu (sklejki) z trzech materialéw: skéry wierzchniej
cholewki, zakladki wzglednie podnoska i podszewki.

Lepiszcza musza dawa¢ polaczenia klejowe o wyso-
kiej wytrzymaloéci przy prasowaniu w temperaturze od
100 do 135°C przy stosunkowo niskim ci$nieniu 3 do
5 kg/em? z réznymi rodzajami skéry (garbowania chro-
mowego, garbowania ro§linnego, o rdinej zawartosci
thuszczu, $cistej lub luznej strukturze warstwy mizdro-
wej), jak tez i z ré6Zznymi rodzajami tkanin podszewko-
wych. Ponadto warunki eksploatowania obuwia wyma-
gaja, aby polaczenia klejowe odznaczaly si¢ odporno-
écia na dziatanie wody.

Wymienione wyzej ‘specjalne rodzaje tworzyw sztucz-
nych i zywic do: sporzadzania lepiszcz termoplastycznych
dla podnosk6w i zakladek termoplastycznych sa drogie
i niedostgpne w kraju. Hamuje to uruchomienie krajo-
wej produkcji podnoskéw i zakladek termoplastyczaych,
dla ktérej istnieje dostateczna baza surowcowa na od-
cinku potrzebnych no$nikéw wtéknistych i tworzyw ter-
moplastycznych stanowigcych wlasciwy element kon-
strukcyjny podnoska i zaktadki.

Celem wynalazku bylo opracowanie lepiszcza termo-
plastycznego dla podnoskéw i zakladek termoplastycz-
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nych laczacego w sobie wyzej wymienione wilasciwosci
lepiszcz, sporzadzonego na podstawie dostgpnych surow-
céw pochodzenia krajowego, przy mozliwie niskim
udziale rozpuszczalnikéw organicznych w skladzie mie-
szanki. _

Stwierdzono, ze doskonale lepiszcze termoplastyczne
dla podnoskéw i zakladek termoplastycznych, odpowia-
dajace w zupelnosci postawionym wymaganiom, od-
znaczajace si¢ wysoka odpornoscia na:dziatanie wody,
niskim kosztem wytwarzania i niskim kosztem potrzeh-
nych surowcéw mozna wytworzyé przez zmieszanie ko-
polimeru butadienu i styrenu w postaci 25—50% dys-
persji w wodzie (o skladzie 10—20 czesci wagowych bu-
tadienu i 80—90 czesSci wagowych styrenu w kopolime-
rze) ze zemulgowana w wodzie mieszanka plastyfikato-
ra, najkorzystniej ftalanu dwubutylowego i rozpuszczal-
nika, najkorzystniej tréjchloroetylenu oraz $rodka po-
wierzchniowo czynnego, najkorzystniej oksyetylenowa-
nego nonylofenolu np. w nastgpujacym stosunku iloscio-

{ wym: 5000 cze$ci wagowych dyspersji 35 procentowej
kopolimeru butadienu i styrenu, 600 cze¢éci wagowych
50 procentowej emulsji mieszanki, 140 cze¢éci wagowych
ftalanu dwubutylowego, 140 cz¢$ci wagowych tréjchlo-
roetylenu i 20 czeéci wagowych oksyetylowanego nony-
lofenolu. Stosunek ilosciowy podstawowych skladnik6w
w przeliczeniu na produkty 100%-owe przedstawia sig
nastgpujaco: na 1500—1900 czeéci wagowych wymienio-
nego kopolimeru butadieno-styrenowego przypada 120 —
170 cze$ci wagowych plastyfikatora, 120 — 170 czesci
wagowych rozpuszczalnika organicznego i 5 — 40 cz¢-
$ci wagowych $rodka powierzchniowo czynnego.

Mieszanke¢ ta nanosi si¢ jednym ze znanych sposo-
béw, jak np. przez napawanie, natryskiwanie pistoletem
itp. na podnoski wzglednie zakladki termoplastyczne,

ktére zostaly bezposrednio przed tym zwilzone na po-.
wierzchni kwasem octowym o stgzeniu 25—35%. Susze-

nie prowadzi si¢ w temperaturze 20°—100°C, az do usu-
nigcia wilgoci (Wysoko$¢ temperatury suszenia w poda-
nych granicach ma w tym wypadku wplyw jedynie na
czas suszenia). Korzystny wplyw na wlasciwoséci lepisz-
cza termoplastycznego ma przeprowadzenie dodatkowe-
g0 ogrzewania wysuszonego materialu przez 5—20 mi-
nut w komorze grzejnej o temperaturze 120—130°C lub
ogrzania go przy pomocy promiennikéw podczerwieni,
tak aby nastapilo stopienie si¢ lepiszcza. Suszenie moz-
na tez od samego poczatku prowadzi¢ w temperaturze
120—130°C, z tym, e nalezy wysuszony material prze-
trzyma¢ w komorze grzejnej jeszcze przez 5—20 minut
liczac od chwili usuni¢cia wody z materiatu. Ilo§é le-
piszcza termoplastycznego wystarczajaca dla uzyskania
odpowiedniej wytrzymatosci polaczenia klejowego wy-
nosi 50—100 g/m2 (liczac jednostronnie).

Szybki przebieg procesu koagulacji dyspersji kopoli-
‘meru butadieno-styrenowego zapewnia uzyskanie réw-
nomiernego pokrycia lepiszczem termoplastycznym, gdyz
nie dopuszcza do splywania dyspersji. Dodatek tréjchlo-
roetylenu do dyspersji powoduje dobrg przyczepno$é nie-
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wysuszonego koagulatu do podloza, poniewaz spelnia
rol¢g zmigkczacza kopolimeru butadieno-styrenowego
w tej fazie procesu. W miar¢ postgpu procesu suszenia
trojchloroetylen ulatnia si¢ wraz z wodg, tak, ze w wy-
suszonym lepiszczu termoplastycznym znajduje si¢ juz
tylko optymalna ilo§¢ ftalanu dwubutylowego jako
zmigkczacza. '

Jedna z szeregu zalet lepiszcza termoplastycznego we-
dlug wynalazku jest mozliwo$¢ naktadania lepiszcza w
formie dyspersji wodnej, zawierajacej niewielka ilo$é
rozpuszczalnika organicznego, w dodatku niepalnego i
nie wymagajacej stosowania zagestnikéw. Obecno$é za-
gestnik6w w dyspersji jest niepozadana, poniewaz obni-
za wytrzymalo$¢ polaczen klejowych.

Przyktad. 150 czesci wagowych ftalanu dwubuty-
lowego, 150 czesci wagowych trojchloroetylenu i 30 cze-
$ci wagowych oksyetylenowanego nonylofenolu umie-
szcza si¢ w mieszalniku przeznaczonym do sporzadzania
emulsji, i ogrzewa mieszajac do temperatury 40°—45°C.
Po osiagnigciu tej temperatury dodaje si¢ powoli do
mieszanki 375 cze$ci wagowych wody. Po zakoficzeniu
procesu emulgowania dodaje si¢ powoli do mieszalnika
zawierajacego sporzadzona emulsje jeszcze 460 czesci
wagowych tréjchloroetylenu. Nastgpnie do otrzymanej
emulsji dodaje si¢ 1770 czgéci wagowych kopolimeru bu-
tadieno-styrenowego, o skladzie 15 czgéci wagowych bu-
tadienu i 85 czesci wagowych polistyrenu w kopolime-
rze, w postaci dyspersji wodnej o zawartoéci 40% suchej
masy, a nastgpnie rozcieficza si¢ sporzadzona mieszanke
przez dodanie 1165 czesci wagowych wody.

Na zakladke¢ termoplastyczng (w formie pétproduktu)
wykonana z tkaniny usztywnionej polistyrenem naklada
si¢ przez natrysk pistoletem 25%-owy kwas octowy w
ilo$ci 20 g/m2 powierzchni i bezposrednio po tym, réw-
niez przy pomocy pistoletu natryskowego dyspersje ko-
polimeru butadieno-styrenowego sporzadzonego wg wy-
zej podanego sposobu, w ilosci 250—300 g/m2. Suszenie
przeprowadza si¢ przez 4 godziny w temperaturze 40°C,
po czym ogrzewa si¢ dodatkowo sporzadzone zakladki
termoplastyczne przez 10 minut w temperaturze 130°C.

Zastrzezenie patentowe

Lepiszcze termoplastyczne do mocowania podnoskéw
lub zakladek termoplastycznych, znamienne tym, ze sta-
nowi mieszaning wodnej dyspersji kopolimeru butadie-
nowo-styrenowego, zlozonego z 10—20 czesci wagowych
butadienu i 80—90 czeci wagowych styrenu, z wodng
emulsja plastyfikatora, najkorzystniej ftalanu dwubuty-
lowego, rozpuszczalnika organicznego, najkorzystniej

- tréjchloroetylenu, Srodka powierzchniowo czynnego, naj-
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korzystniej oksyetylenowanego nonylofenolu, przy czym
w przeliczeniu na produkty 1007%-owe lepiszcze zawie-
ra 1500—1900 czeéci wagowych kopolimeru, 120—170
czeéei plastyfikatora, 120—170 czeéci rozpuszczalnika i
5—40 czeéci §rodka powierzchniowo czynnego.

WDA-1. Zam. 2190, nakiad 250 cgz.
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